PLASMA A PRESSIONE ATMOSFE-

RICA O A BASSA PRESSIONE

NON SI TRATTA DI “M.IGLIURE 0 PEGGIORE”,
MA DI “ADATTO Q. INABATTO ALLAPPLICAZIONE”.

Applicazione e proprieta

Generazione del plasma in generale

Trattamento dei metalli

Trattamento di polimeri/elastomeri

Oggetti 3-D

Parti sfuse/polvere

Elettronica/tecnologia dei semiconduttori

Processi di rivestimento

PLASMA A BASSA PRESSIONE

Vantaggi

Plasma uniformemente distribu-
ito nella camera

Volume della camera variabile
(da 2 a ca. 12.000 litri o
superiore)

Pulizia di substrati sensibili
all'ossidazione (ad es. H, o Ar
come gas di processo)

Per guarnizioni in elastomero
e PTFE

Attivazione di polimeri ed ela-
stomeri contenenti F (processo
di etching)

Trattamento uniforme di tutti gli
oggetti.

Cavita trattabili

(ad es. bobina di accensione,
contenitore in plastica, ecc.)

Trattamento uniforme
di merci sfusi mediante
processo a tamburo rotante.

Quantita e volume
di parti/polvere variabile

Componenti elettronici, circuiti
stampati e parti di semicon-
duttori

Strati uniformi

Processi PECVD

(ad es. strati idrofobi, idrofili
e adesivizzanti)

Svantaggi

Complessa tecnologia del vuoto.

Opzione inline con tempi di
processo estremamente brevi
solo con automazione

Surriscaldamento con eccitazione
a microonde senza apparec-
chiatura di protezione (con altre
frequenze surriscaldamento
improbabile)

Determinati materiali

(ad es. EPDM)

richiedono pompe di maggiori
prestazioni

Il trattamento delle superfici
interne dei

substrati continui

(ad es. tubi flessibili) non e
possibile

Utilizzabile solo ca. 1/2 - 1/3
del volume relativo al tamburo
rotante (scelta consigliata).

Non noti

La camera al plasma

puo sporcarsi

Frequente procedura di pulizia
al plasma per la camera

PLASMA A PRESSIONE ATMOSFERICA

Vantaggi

Trattamento su nastro traspor-
tatore

Produzione in linea

Non richiede tecnologia del
VUOtOo

In caso di alluminio & possibile
produrre strati di ossido molto
sottili (passivazione).

Pretrattamento di oggetti “senza
fine” (ad es. tubi flessibili, cavi, ecc.)

Tempi di processo molto brevi

Possibilita di trattamento locale
della superficie (ad es. scanala-
ture adesive)

Merci sfuse di grandi dimensioni
direttamente sul nastro traspor-
tatore

Pretrattamento di contatti
metallici/bondpad immediata-
mente prima del processo di
bonderizzazione

Possibilita di rivestimento inline

Svantaggi

La pista di trattamento € limitata
(ca. 8-12 mm/ugello,
RT =120 mm)

Oggetti pit grandi solo con ugel-

li multipli/rotanti

Oggetti sensibili allossidazione
limitati dall'ossigeno atmosferi-
€0. Sono necessari gas speciali

Getto al plasma circa 200-300°C.

Surriscaldamento di substrati
sottili se i parametri di processo
non sono regolati nel modo
corretto.

Tecnologia complessa di auto-
mazione/robot

Minore penetrazione in cavita

Richiede posizionamento molto
preciso sul nastro trasportatore

Trattamento di polvere estre-
mamente
dispendioso

Aumento della temperatura nel
getto di plasma

Limitata penetrazione in cavita
Possibile contaminazione
Manutenzione molto intensa,
formazione di polvere

| parametri dell'aria ambiente
influiscono sui risultati

ASMA ATMOSFERICO CORONA

Vantaggi

Trattamento su nastro traspor-
tatore

Produzione in linea
Non richiede tecnologia del vuoto

Intervallo di trattamento ca. 60 mm

Impossibile

Pretrattamento di oggetti “senza
fine” (ad es. tubi flessibili, cavi,
ecc.)

Tempi di processo molto brevi

Adatto solo in modo condizio-
nato

Possibilita di trattamenti in
tamburo rotante

Inadatto a causa del potenziale
elettrico

Non usato

Svantaggi

Nessun substrato conduttivo,
Bassa velocita di trattamento,

Bassa omogeneita del tratta-
mento

Impossibile

Bassa velocita di
trattamento

Scarsa uniformita di trattamen-
to ed energia superficiale

Tecnologia complessa di auto-
mazione/robot

Limitata penetrazione in cavita

Minore intensita del trattamento
scarsa penetrazione in cavita

Inadatto a causa del
potenziale elettrico

Non usato




